
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　請求項１記載のバーンインボードにおいて、ボードの角はスリットを大きくとり配線領
域に至らないようにすることを特徴とする請求項１記載のバーンインボード。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バーンインボードに関するもので、特にバーンインボードの寿命を伸ばすこと
を目的とする。
【０００２】
【従来の技術】
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基板と、
　該基板の厚み方向に互いに離間した状態となるように該基板内に埋設されてなるＶＣＣ
パターン及びＧＮＤパターンと、
　前記ＶＣＣパターンと前記基板の面方向に互いに離間した状態となるように該基板内で
あって該基板の外周側に埋設されてなるフローティングＶＣＣパターンと、
　前記ＧＮＤパターンと前記基板の面方向に互いに離間した状態となるように該基板内で
あって該基板の外周側に埋設されてなるフローティングＧＮＤパターンと、
を備えたことを特徴とするバーンインボード。



図５（ａ）は従来の新品バーンインボード断面を示す図であり、また、図５（ｂ）は従来
のバーンインボードで長期間使用されると外周の絶縁体が摩耗して内部のＶＣＣ，ＧＮＤ
パターンが露出してくる状態を示した図であり、さらに、図５（ｃ）はトラブルの発生し
た従来のバーンインボード断面図である。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような従来のバーンインボードでは、トラブルはＶＣＣパターンとＧＮＤパターン
が露出して剥がれその金属屑がＶＣＣパターンとＧＮＤパターンに接触しショートするに
至った。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は従来技術の課題を有利に解決するものであって、請求項１記載のように、

ことを特徴とするバーンインボードであり、また、請求項２記載のように、
ボードの角はスリットを大きくとり配線領域に至らないようにすることを特徴とするバー
ンインボードである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明について図面を参照して説明する。
【０００６】
図１（ａ）は、本発明の新品バーンインボードの断面を示す。ＬＡＹ２（ＶＣＣパターン
）はスリットＡを、ＬＡＹ３（ＧＮＤパターン）はスリットＢをそれぞれ外周部に設け、
さらに、その外周部にフローティングＶＣＣパターンとフローティングＧＮＤパターンの
構造を設ける。更にボードの両面にはフローティングパターンＡとフローティングパター
ンＢを設ける。
【０００７】
図１（ｂ）は、本発明のバーンインボードで延べの使用回数が多くなるとボードの端の絶
縁体が摩耗してフローティングＶＣＣパターン、フローティングＧＮＤパターンが露出し
てくる。しかし、フローティングパターンＡとフローティングパターンＢを設け強化して
ある為、絶縁体の摩耗の進行は従来のボードよりは抑制される。
【０００８】
図１（ｃ）は、本発明のバーンインボードで更に摩耗が進行するとフローティングＶＣＣ
パターン、フローティングＧＮＤパターンが剥がれ金属屑でショートに至る。
【０００９】
しかし、本発明によりＶＣＣパターンとＧＮＤパターンはスリットで電気的に分離されて
いる為、不具合は生じない。更にフローティングパターンＡとフローティングパターンＢ
及びフローティングＶＣＣパターン、フローティングＧＮＤパターンにより摩耗は抑制さ
れる。
【００１０】
本発明の実施の形態をさらに説明する。
【００１１】
図２は本発明でのバーンインボードの１例を示す。各層信号の組み合わせはこの限りでは
無い。
ＬＡＹ１は信号系パターンの層である。
ＬＡＹ２はＶＣＣパターンの層である。ＬＡＹ３はＧＮＤパターンの層である。ＬＡＹ４
は信号系パターンの層である。
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【００１２】
図３で本発明によるＬＡＹ２（ＶＣＣパターン）とＬＡＹ３（ＧＮＤパターン）を詳細に
説明する。バーンインボードは効率を高める為出来る限りの半導体デバイスを実装する。
バーンインボードにて多数の半導体デバイスを実動作させるため、ＬＡＹ２（ＶＣＣパタ
ーン），ＬＡＹ３（ＧＮＤパターン）は電流容量、ノイズ低減の目的より１層全部を使用
してベタパターンの構造をとっている。ＶＣＣ，ＧＮＤのベタパターンはバーンインボー
ドの全領域に渡って最大に設ける。
【００１３】
しかし、本発明によりＶＣＣパターンとＧＮＤパターンはそれぞれスリットで電気的に分
離されている為、不具合は生じない。更にフローティングパターンＡとフローティングパ
ターンＢ及びフローティングＶＣＣパターン、フローティングＧＮＤパターンにより摩耗
は抑制される。
【００１４】
図４は、本発明の多層バーンインボードの各層にフローティングパターンとスリットを設
けた実施の形態である。通常、バーンインボードはアルミ枠を補強のため設ける。フロー
ティングパターンはアルミ枠の外側に設ける。スリットはアルミ枠の内側又は外側に設け
る。フローティングパターンは摩耗抑制の為出来る限りバーンインボードの外周に沿って
設ける。スリットはボードの直線部分についてはフローティングパターンと平行に設け、
ボードの角は摩耗しやすい為スリットの間隔を広く設ける。
【００１５】
本発明の特徴とする所は、バーンインボード基板の外周摩耗抑制の為、全層の外周にフロ
ーティングパターンを設けて強化を計りボードの寿命を伸ばすことを目的とする。
【００１６】
又、スリットを設けることにより摩耗による金属屑ショートのトラブル防止を図る。特に
ボードの角は摩耗しやすい為スリットを大きくとり配線領域に至らないようにする。
【００１７】
【発明の効果】
本発明により、バーンインボード外周を強化することによりバーンインボードの寿命が伸
びる。又、ボードの外周のパターンフローティングを設けることにより摩耗による層間シ
ョートのトラブルを防止出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態を示す断面図である。
【図２】本発明でのバーンインボードの１例を示す図である。
【図３】本発明によるＬＡＹ２（ＶＣＣ）とＬＡＹ３（ＧＮＤ）を詳細に説明した図であ
る。
【図４】本発明の多層バーンインボードの各層にフローティングパターンとスリットの関
係を示す詳細図である。
【図５】従来例を示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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